作业指导书（SOP）制作规范
为确保我司所有生产活动在作业指导文件支持下正确、规范的进行。现根据行业标准及各客户之不同要求，针对作业指导书的制作，特做如下规定，后续所有的SOP，都应遵循以下的要求进行制作，不得随个人意愿随意更改。
一、通用要求：
1、 完整的作业指导书必须包含附件中的封面、修订记录、工装夹治具清单、螺丝用量用途清单、生产流程图以及各工位的作业指导书；
2、 SOP制作的原则是：怎么做，怎么写，怎么写，怎么做。打印前必须逐一详细核对填写，文字、图片要协调清晰明了，不可出现标点符号及文字的错误；
3、 对于关键工位（如接触到LCD屏、机芯、喇叭、电芯等），安排次序要合理，要有相应明确的注意事项要求，必要时要配图片明示，防止员工错误操作造成贵重易损件报废；
例如：开机芯保护点工位，要求尽最大可能和主板连好光带后在打开，若因工艺问题实在不能满足的，要尽可能往后推，避免开保护点后接触人员过多，周转工位过多造成静电损坏 ！
4、 凡是要求带有绳静电环和手套的工位，必须在在工具、设备栏注明；

5、 凡涉及烙铁、电风批的，一定要实际操作测试后，注明温度、力矩要求范围及电批头规格（附件为我司目前的螺丝规格与扭力参考表）；
6、 指示图片必须按照工艺工序拍摄，拍摄的图片必须非常清晰，便于员工直观参考、核对；
7、 各机型人员配置，必须以现有生产线标准配置，或公司要求产能为准进行排布，涉及到需增加人员、仪器设备及线体的，要同PMC及公司领导协商决定；
8、 所有上线生产的机型，必须有相对应的SOP（作业内容一致的可以做通用的），试产或初次量产的机型，可以使用临时SOP，但必须有工程部相关IE或主管级以上管理加签，第二次量产前必须发行正式的SOP；
9、 SOP修改及升版：
9.1试产及初次发行为0.0版本,量产为1.0版本，如果因为作业内容修改、材料变更、作业流程修改等原因造成某站作业指导书需作修改，则对此站作业书进行升版处理，升版版次为0.1，0.2，0.3版，当有3页以上修改后，则直接升级为2.0版，依此类推；
9.2当新机型首次量产时，SOP制作人必须到产线实际测量各工序的操作工时，并逐一分析各工序

   操作内容，加以调整调整，使SOP的平衡率尽量提高（80%以上）；
9.3修改SOP时要填写文件修订记录表，同时注明原因，并升级版本，然后经部门经理批准后生效发行；
10、凡属临时加工作业，一律使用附件里的临时SOP格式，由相应IE签名确认，无需受控即可发出；
11、当SOP变更后，部门文员根据文件修订表描述重新发行修订后的SOP，并应于1个工作日内完成旧SOP的回收工作；
12、SOP描述要求：
12.1互检（即检查上工位的內容，IE可根据实际情況决定是否描述）；
1、作业内容应言简意赅，不能出现文字，标点符号的错误；
12.2具体操作描述        2、描述必須清楚易懂（并结合清晰的图示）；
3、内容要主次分明；
12.3自检（检查自已操作的內容）；
12.4要將品质要求列明；
12.5注意事項（如有须写在注意事項栏里）；
13、SOP具体说明：
13.1作业内容描述应以一、二、三步为基准；
13.2如第二步的操作內容较多较复杂，則分成2.1、2.2、2.3…….几个小点进行描述；
13.3 QC位应标明重点检验项目，这样可使员工更能准确的发现不良品；
13.4員工必須清楚上一工位的作业标准，及本工位的作业标准；
13.5注意事項涉及品质或操作重点需特別加以說说明；
二、DIP段 SOP制作流程及要求
1、了解、熟悉PCB板的元件分布、BOM表；
2、根据BOM表将元件分类并计算出各类数量：电阻、电容、IC、三极管、二极管、滤波电容等；

根据拉线长度及员工定编人数，为SOP定员、定量，作一简单的规划；

   例：A拉人员：20人（员工），PCB上电阻50个、电容50个、三极管5个、二极管4个、滤

       波电容2个，计有元件111个，那么每一工作站需插111÷20=5.5个,即约6个;

3、依据IE手法--动作分解(MTM)：取物—对准—插入，计算出插1个电阻、电容（即二脚元件

但不含元件成型时间）约3秒、三极管约3.2秒、IC约4秒（20脚以下）等；对每一作业工

定出具体的插件数目、插件标准时间；

4、依据PCB插件原则，给SOP编排具体的插件位置；

4.1 PCB插件原则：从左到右、从上到下、从低到高、从易到难、从小到大插件，一般滤波电容、整流二极管、直立功放IC、插座为最后插件；

5、DIP段SOP制作标准：

5.1对每一作业工序所插元件数、标准时间应非常均衡，否则易产生瓶颈工位；

5.2 对所标示的图片以拉线投入PCB时的方向为最好，即作业者作业时PCB板的方向；
5.3图片应非常清晰，且图片上所插件的位置应准确无误的标示，以利员工准确的找到插件位置；

5.4 图片标示时，准确的标明插件位置、插件的规格即可；

5.5作业书所标示的元件规格、元件数量、插件位置及元件的方向应准确无误；

6、注意事项：

6.1严格按照插件原则编排作业书，以最利生产作业为好；

6.2 对每一作业工序所安排的元件尽量不要超过三种规格元件；

6.3对每一作业工序所安排的插件位置尽量限制在PCB上小范围内；

6.4能过锡炉的元件尽量过锡炉，以提高效率；一般线材、电阻、电容、二极管、三极管、IC、插
座、电位器以及各类端子等均可过锡炉；但应以实际的生产为准；
6.5要求一般电阻、稳压二极管、电容、IC、插座、三极管等应插到位，整流二极管、大功率发

电阻应离PCB高度1CM以上；

6.6 PCB过炉后的元件的焊脚高度约为2MM，过长的元件脚必须剪掉；

6.7每一作业工序时间应尽量均衡；

三、组装段SOP制作流程及要求

1、了解该机种BOM表、熟悉物料；

2、解剖机型，了解其结构特性；

3、根据机型的结构，构思作业工艺、流程，并制订出最初的生产流程图；

4、拟定作业工序站名称，应简单、明了，且能明确的表达该工作站的操作内容；

5、依据生产流程图，编排作业指导书，制订每一作业工序内容；
6、SOP应标明物料的品名规格、用量、及相对应的元件品号；

7、SOP应标明工具、治具及仪器，风批/电批力矩、烙铁温度；
8、SOP书应标明所用辅料种类；

9、SOP应标明每一工序的标准作业生产时间；如标准作业时间没出来前，暂以历史记录及经验值评估一个工时，此工时为均衡时间，每一工位均相同；如有某工位为两人作业，则为该工序作业工时÷2，如为三人作业则÷3，依此类推；

10、SOP的作业流程应根据机型的作业顺序编制，如第1、2、3排列，不能颠倒；且每一工位的作业内容的顺序也不能颠倒；

11、SOP内容的操作动作应标明以何种方式作业：如勾焊、穿焊、按对角顺序锁螺丝等；

12、SOP排位时，如某工位只简单做一个动作且无法再安排时，此工位则追加“检查动作”；

13、在作业流程里须注明各材料、工序之装配方向，如：塑胶壳、插线材、喇叭等装配方向；

14、SOP须注明站点、页次；
15、制作SOP图片：

15.1对每一作业工序应制作相对应的操作内容的图片；

15.2拍摄图片效果应清晰明了，且图片的放置方向应以作业者操作时所放置的方向；

15.3图片标示时，准确的标明作业的位置、物件的规格；对应所操作的内容/动作，在图片上应相对应的标明所操作的内容、效果；例：锁螺丝---应标明螺丝锁在什么位置、什么规格螺丝；扎线：---应标明扎什么线、扎线的效果；焊线材：---应标明焊接什么线及颜色，焊接在什么地方或丝印位置；

15.4对一个图片无法展示所操作的内容时，尽可能的以多个图片来展示； 

16、SOP工艺要求：

16.1应标明生产时该工位的工艺注意内容：如锁螺丝程度、焊接效果、扎线效果、检查项目及程度；

16.2应注明作业重点，要有数量形式描述；
四、包装段SOP制作流程及要求

1、了解该机种BOM表、熟悉物料；
2、查阅该订单的订单通知书要求和美工资料；
3、根据产品的外形及BOM内的物料配置，拟定产品的包装SOP；
4、对于订单特殊要求的包装方法，比如贴纸方向，打包要求等，必须制订临时包装说明指导书。
（格式见附件）；
5、要求：
5.1包装时所有贴纸按美工或临时包装说明指导书指示为准；
5.2所有附件必须检查外观是否良好；

5.3封箱时封箱胶纸不能遮盖住外箱印刷字体，同时包角处不能少于5CM；

5.4写箱号时，如订单没有特殊要求，一律为1/订单总箱数----订单总箱数/订单总箱数；

   或者由1开始写到订单总箱数；
5.5如因故需要开对成品开箱时，必须从封好的外箱底部打开；
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